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 株式会社タムラ製作所（本社︓東京都練⾺区、代表取締役社⻑︓浅⽥ 昌弘）は、パワー半導体チップ接合や基板下接合⽤に新たな鉛フリーは
んだ接合材を開発いたしました。

本開発品は、市場で要求の⾼い無加圧接合対応のシート状で提供し、還元リフローや減圧リフローと組み合わせてボイド抑制ができます。ま
た、独⾃の組成により200℃⾼温動作に対応するチップと接合層の界⾯強化がなされています。

SiC、GaN、酸化ガリウムなど、⾼性能化が期待される次世代パワー半導体への適⽤試験も進めております。信頼性試験（パワーサイクル︓
TjMax200℃・ΔT150℃、発熱素⼦ＴＥＧチップ使⽤時）では、当社従来品はんだの倍以上のサイクル寿命でも熱抵抗の上昇は無く、⾼い接
合率を保ちました。

本開発品は2022年3⽉より試作品を提供開始、2023年以降の量産化を予定しております。また、2022年1⽉19⽇から開催される第36回ネ
プコンジャパン2022（⼩間番号5-12）へ出展を予定しております。

現在、タムラ製作所は、⼤学などの学術機関や、タムラ製作所からのカーブアウトベンチャーで酸化ガリウムエピウエハの開発・製造・販売
を⾏う株式会社ノベルクリスタルテクノロジーと、パワーエレクトロニクス分野における接合材や絶縁材の共同研究を進めています。電⼦部
品と電⼦化学材料のトータルソリューションで、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを推進してまいります。

タムラ製作所 界⾯強化技術で200℃⾼温対応・無加圧接合シートを開発
〜SiC、GaN、酸化ガリウムなど次世代パワー半導体への適⽤を期待〜



【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社タムラ製作所 お問い合わせフォームよりご連絡ください

https://www.tamura-ss.co.jp/jp/inquiry/first/index.html?productcategory=2

